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备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1. 线路、表面工艺：
1) 对于线路层上的尺寸为0的元素（D码大小为0），需确认后更改；
2) 大面积电源层或地层的网格间距小于6mil（此时对应基材铜厚度为18um或35um）或小于8mil（此时对应基材铜厚度为70um）时，则允许修改，将大面积网格填实铜皮或改小网格线宽以达到间距要求；
2. 过孔工艺:
1) 对于有BGA的板，距BGA器件1mm范围内的元件面过孔作塞孔处理；
2) 需要贴装焊接的焊盘中设计过孔，该类孔塞孔边渗油2mil可接受（存在这种问题，MI需要备注）；
3. 阻焊、字符:
1) 文件中有绿油上元件焊盘时，征求客户同意后，方可修改阻焊窗，保证绿油不上元件焊盘；对于原装设计的SMT盘间的绿油桥必须保留，允许单边渗油上焊盘为1mil（max），如果需要删除，则须顾客确认；
2) GERBER文件中SMT焊盘间距有8mil（含）以上时，则需要做绿油桥；若SMT焊盘间距小于8mil时，则一律开整窗；特殊说明的则除外；
3) 允许字符上过孔焊盘，但不许入孔；如有字符入孔且数量较多时，应征求客户设计人员意见；
4) 若发现字符在大的喷锡面上，则需经客户确认；如经确认后无更改，则按GERBER文件制作，允许字符上喷锡面。（先喷锡后字符）；
5) 若发现字符边缘距线路焊盘在6mil以下，则征求客户设计人员意见是否修改，如客户意见不修改，则允许字符缺损；
4. 外形、拼板:
1) 在多拼板交货的附连边允许加辅助电镀铜及在附连边的内层增加辅助残铜以满足结构要求；
2) 对于需V-CUT的板，若无注明，对于FR4料，则V-CUT残留厚度为成品板厚的（1/4-1/3）；对于CEM料，残留厚度为成品板厚的1/2 处理，允许偏差±0.10mm；V-CUT角度均按照300处理；
3) 对于桥连的板，连接桥桥宽、桥长位置若无注明，则按桥宽3.0mm桥长6.0mm处理，桥连间隔为30.0mm，如下图：
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4) 对于连接桥的分离孔（邮票孔）,若无注明,则按孔径1.2mm相邻中心距1.60mm处理，孔的具体数量依各PCB板而定；
预审部分： 
1.标记：
  制板说明中无要求时，不加快捷标记，不加周期标记
CAM部分： 无
